FVAS

BONDING THE STARS BONDTEC

Digitaler
Ultraschall-
generator

D-USG X

D-USG X

Der D-USG X ist dank seiner durch-
o Universeller, vollstandig digital gesteuerter Ultraschallgenerator fir alle gehend digitalen Konzeption der

Drahtbondverfahren und andere Fligeprozesse vielseitigste Ultraschallgenerator fiir
Drahtbonder auf dem Markt.

>> Beschreibung

e GroRer Frequenz- und Leistungsbereich
e Einsetzbar flr alle géngigen Transducer aller Hersteller Er arbeitet mit allen gangigen Trans-

e Steuerung und Frequenzerzeugung mit digitalem Signalprozessor (DSP) ducern, mit allen Drahtmaterialien

o . , und auch mit Ribbon-Bonds.
o Beliebige software-kontrollierte Regelalgorithmen nach Spannung, Strom,

oder Leistung; optional auch Kombinationen daraus Die vielfiltigen Varianten der

e \Vielfaltige Ansteuerungsoptionen von einfach bis zur dynamischen Ansteuerung erlauben den Einsatz
Echtzeit-Vorgabe komplizierter Pulsverldufe wie Bursts, Rampen oder mit praktisch allen Bondgeraten.
Temperphasen Da.lruber h|r?au§ bieten die umfang-

reichen registrierten Prozessdaten

e Leistungsfahige Prozessverfolgung durch Ausgabe des Verlaufs von extrem leistungsfahige Auswert-
Frequenz, Phase, Spannung und Strom am Transducer ungsmaoglichkeiten zur Qualitats-

sicherung.

e Transducer-Health-Check: Diagnose des Transducer-Zustandes durch

Frequenzsweep mit Ermittlung der Resonanzposition und -qualitat; : , .
Durch die Transducer-Diagnostik ist

einfache Uberwachung der korrekten Einspannung von Transducer oder die einfache und schnelle

Bondwerkzeug Zustandsiberwachung von Trans-
e Optional: Véllig neuartige Regelmaglichkeiten durch individuell angepasste ducer und Bondwerkzeug kein
Auswertealgorithmen der Parameterverladufe Problem.

>> Spezifikation

Ultraschall-Ausgang Frequenzbereich: 20 — 200 kHz
Leistung: lastabhangig, begrenzt auf 50 W (optional hoher)

Regelbereich Spannung, Strom, Leistung oder kundenspezifische Algorithmen
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Eingangs-Optionen USB-C fiir Konfiguration und nicht zeitkritische Bonds

8-Bit-Paralleleingang liber 26-Pin-Flachbandkabel fir
Echtzeitanwendungen und beliebige Pulsverlaufe

Optional: Feldbus zur Integration in F&S BONDTEC-Maschinen
Transducer-Anschluss 25-poliger DSUB-Stecker
Stromversorgung 100-240 VAC 50-60 Hz

C14 Kaltgeratebuchse

Sicherung: 2x 2AT 5x20 mm

Abmessungen, Gewicht 29,5x9x22,5cm(BxHxT); 4,30kg

>> User Interface

Status Anzeige Einstellungen & Informationen zum letzten US-Puls
LEDs: BOND, LOCKED & ERROR
Test Button fir Ultraschall

Hardwaremonitor Host-Software zur Konfiguration des D-USG X (Windows 10/ 11)

Blockschaltbild Generator-Anzeige

Digitaler R Ausgangs. L BONDTEC D USG x
s/ Frequen:. | Verstiker
Presets Last Bond
I 1

Transformer Voltage Power

1:1 2.31V 348mW

Phase Amplituden-
Locked Loop Regler [ a—

Start Frequency Current Frequency
T 65000Hz 151mA 65221Hz

Transducer gut Transducer problematisch
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F&S BONDTEC Semiconductor GmbH I_ _|
Industriezeile 49a

A-5280 Braunau am Inn

Phone: +43-7722-67052-8270

Fax:  +43-7722-67052-8272

Mail: info@fsbondtec.at

Web: www.fsbondtec.at
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